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Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Benetzen
der Oberfliche oder von Teilen der Oberflaiche von auf
einer Leiterplatte, Keramiksubstrat o. dgl. anzuordnenden
elektronischen Schaltungen, beispielsweise einem Chip (1).
Es ist eine die Flissigkeit (3) zum Benetzen aufnehmende
Wanne (2), mit einer Aufbring- und/oder Verteilvorrichtung
(4) fur die Flussigkeit (3), vorgesehen. Uber der Wanne (2)
ist ein Siebelement (7) angeordnet. Das Siebelement (7) ist
vorzugsweise in einem Rahmen (8) eingespannt und fihrt
zur Obertlache der Flussigkeit (3) mindestens eine vertikale
Relativbewegung aus, die einen Durchtritt der Fliissigkeit
(3) durch das Siebelement (7) erlaubt. Die Vertikalfiihrung
(9) fur das Siebelement (7) bzw. fir den Rahmen (8) weist
mindestens ein Federelement (10) auf. Dadurch fuhrt das
Siebelement (7) eine auf Bewegungsweite und/oder Wider-
stand definierte Vertikalbewegung, vorzugsweise in beide
Richtungen, aus.
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Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Benetzen der Oberflache oder von Teilen der Ober-
flache von auf einer Leiterplatte, Keramiksubstrat o. dgl. anzuordnenden elektronischen Schaltun-
gen, beispielsweise einem Chip, wobei eine die Flissigkeit zum Benetzen aufnehmende Wanne,
mit einer Aufbring- und/oder Verteilvorrichtung fiir die Filissigkeit, vorgesehen ist und Uber der
Wanne ein Siebelement angeordnet ist, wobei das Siebelement vorzugsweise in einem Rahmen
eingespannt ist und das Siebelement bzw. der Rahmen zur Oberflache der Flussigkeit mindestens
eine vertikale Relativbewegung ausfihrt, die einen Durchtritt der Fllssigkeit durch das Siebelement
erlaubt.

Aus der WO 00/51748 A1 ist eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Aufbringen von Kieber-
material auf flichige Bauteile bekannt. Die Vorrichtung umfasst ein Kleberbett, wobei im Bereich
der Kleberbettoberfliche ein Siebelement angeordnet ist. Das Kleberbett und das Siebelement
sind derart ausgelegt bzw. abgestimmt, dass nur eine begrenzte Menge Klebermaterial zur Benet-
zung des Bauteiles das Siebelement passiert. Auch bei dieser Vorrichtung bzw. bei diesem Verfah-
ren kénnen Adhdsionskréfte auftreten, die ein Ablosen des Chip vom Transportteil erméglichen.
Derartige Stérungen fiihren natiirlich zu Unterbrechungen des Fertigungsprozesses und sind in der
heutigen Fertigungstechnik, gerade in diesem Bereich der Technik, untragbar.

Ferner ist aus der US 4 346 124 A eine weitere Einrichtung zum Benetzen der Oberflédche be-
kannt. Nachteilig bei dieser Einrichtung ist, dass das Siebelement relativ lose im Bereich der Ober-
flache der Kleberflissigkeit angeordnet ist. Dadurch ergibt sich, dass beim Benetzen den Chip
gréBere Adhasionskrafte vom Kleber auftreten, die in Verbindung mit der Schwerkraft des Chips zu
einer Ablésung dem Chip vom Transportteil fllhren kénnen.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Einrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die ei-
nerseits die oben aufgezeigten Nachteile vermeidet und die anderseits eine qualitativ hochwertige
Massenproduktion erlaubt.

Die erfindungsgemane Einrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Vertikalfihrung fur
das Siebelement bzw. fir den Rahmen mindestens ein Federelement aufweist. Mit dieser Erfin-
dung ist es erstmals mdéglich, dass das zu benetzende Chip mit dem Siebelement Uber eine defi-
nierte Vertikalbewegung mit einer genau definierten Kleberhdhe versehen wird. Dabei ist es nicht
von Bedeutung, ob die Wanne mit dem Kieber in den Bereich des Siebelementes oder das Sieb-
element in den Bereich der Kleberoberflache bewegt wird. Dieses Federelement bewirkt, dass das
Siebelement gegen eine oder unterstitzend mit einer bestimmten Kraft bewegt wird. Durch die
Auslegung der Feder und der damit gegebenen Federkonstanten kann ein kontrollierter Bewe-
gungsablauf fir den Fertigungsprozess erzielt werden.

In der Ruhestellung sollte sich der Rahmen bzw. das Siebelement so weit (iber der Wanne be-
finden, dass eine Verteilung, beispielsweise das Aufrakeln des Kleberbettes, méglich ist.

Die vertikale Bewegung des Siebelementes bzw. der Rahmen mit dem Siebelement bringt den
Vorteil mit sich, dass nur wenig Masse, namlich nur das Siebelement bzw. der Rahmen mit dem
Siebelement, bewegt werden muss. Fir eine Massenproduktion, wie sie in der Chipverarbeitung
heute ublich ist, sind derartige Uberlegungen betreffend bewegter Massen in Hinsicht auf den
Fertigungsablauf unabdingbar.

Es ist aber denkbar, dass das Siebelement bzw. der Rahmen mit dem Siebelement relativ zur
Wanne horizontal bewegbar ist. Eine derartige zusatzliche Bewegungsméglichkeit wirkt sich vor-
teilhaft im Zuge einer Flissigkeitsverteilung, Reinigung oder auch einer Beflillung der Wanne aus.
Es ist ja auch mdglich, dass das Siebelement mit dem Rahmen nur einen Teil der Wanne Uber-
deckt und die Aufbring- und/oder Verteilvorrichtung stationar (iber dem anderen Teil der Wanne
angeordnet ist, wobei die Wanne horizontal bewegbar ist.

Zur Vertikalbewegung des Siebelementes kann das Siebelement bzw. der Rahmen in einer
Vertikalflihrung bewegbar sein. Dadurch kann das Siebelement bzw. das Siebelement mit dem
Rahmen entsprechend dem Fertigungstakt exakt geflihrt und bewegt werden.

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist das Federelement bei der Bewegung des
Siebelementes bzw. des Rahmens von einer Neutralstellung Uber der Wanne in Richtung der
Oberfldche der Flussigkeit auf Zug oder auf Druck beansprucht. Beim Dippingvorgang, so wird
dieses Benetzen bezeichnet, wird der Chip mittels Saugtool bzw. Saugnadel Uber das Kleberbett
gebracht und nach unten bewegt. Durch den Kontakt mit dem Siebelement wird der Rahmen
entlang der Vertikalfiihrung mit nach unten gezogen und der Chip Uber das Siebelement mit Kieber
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benetzt. Bei der Abhebbewegung wird die durch das Vakuum des Saugtools bestimmte Haltekraft
des Chips durch die Ruckstellkraft der Feder unterstiitzt. Dadurch wird verhindert, dass das Chip
im Kleber verbleibt.

Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist das Federelement in der Vertikalfihrung zwischen
einem Anschlag und dem Siebelement bzw. dem Rahmen angeordnet. Durch diese einfache
Konstruktion ist ein reibungsloser Ablauf der Fertigung gewahrleistet.

Geman einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung ist das Siebelement bzw. der Rahmen
relativ zur Wanne uber mindestens einen gesteuerten Antrieb bewegbar. Dadurch kann ein defi-
nierter Bewegungsablauf in einfachster Weise vorprogrammiert werden.

Nach einer Weiterbildung der Erfindung bewegt der gesteuerte Antrieb einen Hydraulikstempel.
Mit diesem einfachen Maschinenelement kénnen einerseits auf Grund seiner Robustheit Totzeiten
minimiert und eine wirtschaftliche Fertigungsstrae hergestellt werden.

Geman einem besonderen Merkmal der Erfindung flihrt das Siebelement eine auf Bewe-
gungsweite und/oder Widerstand definierte Vertikalbewegung, vorzugsweise in beide Richtungen,
aus. Durch die definierten Parameter wird eine Erhdhung des Qualitétsstandards erreicht, da
exakte Eintauchtiefen und somit eine vorherbestimmbare Aufbringung der Kleberhéhe gegeben
sind.

Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung besteht das Siebelement aus einem fes-
ten Material, beispielsweise einem Federstahlblech oder einem Kunststoff. In diese Materialien ist
es méglich, dauerhaft exakte Durchtrittséffnungen vorzusehen, wodurch die Standzeit erhéht wird.

Geman einer Weiterbildung der Erfindung weist das Siebelement mindestens eine Durchtritts-
6ffnung, beispielsweise ein Loch, auf, wobei diese Durchtrittséffnung kleiner als die zu benetzende
Oberflache ist. Dadurch wird sichergestelit, dass eine optimale Benetzung des Chips durchgefihrt
wird.

Nach einem weiteren besonderen Merkmal der Erfindung tritt das Siebelement planparallel zur
Oberfldche der Flussigkeit in die Flissigkeit ein. Damit ist gewdhrleistet, dass eine gleichméBige
Kleberschicht auf den Bauteil aufgebracht wird.

Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist an der der Oberfldche der Flissigkeit gegendlberlie-
genden Seite des Siebelementes eine Vorrichtung zur Reinigung, des Siebelementes, beispiels-
weise eine Abstreifvorrichtung, vorgesehen. Vorteilhaft bei der technischen Realisierung einer
erfindungsgemaBen Einrichtung ist es, auch eine Reinigungsvorrichtung fir das Siebelement
vorzusehen. Dadurch werden Standzeiten minimiert und ein wirtschaftlicher Betrieb ist gewahrleis-
tet.

Die Erfindung wird im nachfolgenden anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausfih-
rungsbeispieles néher erldutert.

Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung der Einrichtung.

Einfuhrend sei festgehalten, daB gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bau-
teilbezeichnungen versehen werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offen-
barungen sinngemaf auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeich-
nungen Ubertragen werden kénnen. Auch sind die in der Beschreibung gewéhiten Lageangaben,
wie z.B. oben, unten, seitlich, usw. auf die unmittelbar beschriebene sowie dargestelite Figur
bezogen und sind bei einer Lageanderung sinngeman auf die neue Lage zu lbertragen. Weiters
kénnen auch Einzelmerkmale oder Merkmalskombinationen aus dem gezeigten und beschriebe-
nen Ausflihrungsbeispiel fiir sich eigenstandige, erfinderische oder erfindungsgeméBe Lésungen
darstellen.

Die den eigensténdigen erfinderischen Losungen zugrundeliegende Aufgabe kann der Be-
schreibung entnommen werden.

Geman der Fig. weist die Einrichtung zum Benetzen der Oberflache von einem Chip 1 eine
Wanne 2 auf, in die entsprechend der Verwendung eine Flissigkeit 3, beispielsweise ein Kiebemit-
tel oder ein Hilfsmaterial zum Léten o. dgl., eingefuillt wird.

In diese Wanne 2 reicht eine Aufbring- und/oder Verteilvorrichtung 4 fiir die Flissigkeit 3. Diese
Aufbring- und/oder Verteilvorrichtung 4 kann eine auf einer Welle 5 angeordnete Rakel 6 oder eine
Doppelrakel sein. Prinzipiell sollen die Wanne 2 und die Aufbring- undfoder Verteilvorrichtung 4
relativ zueinander bewegbar sein. Es kénnte also auch die Rakel 6 hin- und herbewegt werden und
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die Wanne 2 stationar befestigt sein.

Uber der Wanne 2 ist ein Siebelement 7 vorgesehen. Dieses Siebelement 7 ist vorteilhafter-
weise in einem Rahmen 8 angeordnet, wobei dieser Rahmen 8 in einer Vertikalfihrung 9 auf und
ab bewegt werden kann. Die Vertikalfiinrung 9 weist mindestens ein Federelement 10 auf, das bei
einer Vertikalbewegung des Rahmens 8 mit dem Siebelement 7 von einer Neutralstellung (ber der
Wanne 2 in Richtung Oberflache der Flussigkeit 3 auf Zug oder Druck beansprucht ist. Natrlich
kénnte auch in der Vertikalfihrung 9 ein Anschlag fiir das Federelement 10 angeordnet sein.

Als Alternative zum Federelement 10 kénnte auch ein gesteuerter Antrieb, gegebenenfalls mit
einem Hydraulikstempel, Verwendung finden.

Das Siebelement 7 besteht vorzugsweise aus einem festen Material, wie beispielsweise Fe-
derstahlblech oder Kunststoff. Ferner weist das Siebelement mindestens eine Durchtrittséffnung,
also ein Loch, auf, wobei diese Durchtrittséffnung jedenfalls kleiner ist, als die zu benetzende
Bauteiloberflache. In der Praxis wird das Siebelement 7 als Maschengeflecht o. dgl. ausgebildet
sein.

Ferner ist an der der Oberflache der Fliissigkeit 3 abgewandten Seite des Siebelementes 7
eine - nicht dargestellte - Vorrichtung zur Reinigung des Siebelementes 7, beispielsweise eine
Abstreifvorrichtung vorgesehen.

Die Arbeitsweise dieser Dippingeinheit bzw. dieser Einrichtung zum Benetzen der Oberflache
eines Chip 1 mit beispielsweise Kleber, wird wie folgt aufgezeigt:

Eine Saugnadel 11 oder Saugtool transportiert das Chip 1 lber das Uber die Wanne 2 ge-
spannte Siebelement 7. Das Chip 1 wird mittels der Saugnadel 11 abgesenkt. Durch den Kontakt
mit dem Siebelement 7 wird der Rahmen 8 entlang der Vertikalfiihrung 9 mit nach unten gezogen
und das Chip 1 {ber das Siebelement 7 mit Kleber benetzt. Bei der Abhebbewegung wird die durch
das Vakuum der Saugnadel 11 bestimmte Haltekraft des Chip 1 durch die Riickstellkraft der Feder
unterstutzt. Dadurch wird verhindert, daB das Chip 1 im Kleber verbleibt.

Es ist also ein sicheres Abheben des Chip 1 nach dem Eintauchen in das Klebstoffbett gewahr-
leistet.

Ebenso fiihrt das Siebelement 7 eine auf Bewegungsweite und/oder Widerstand definierte Ver-
tikalbewegung, vorzugsweise in beide Richtungen, aus. Damit ist auch die Aufbringung einer
genau definierten Kleberhéhe am Chip 1 sichergestellt. Damit ist diese Einrichtung fir die Massen-
produktion in der Chipverarbeitung optimal einsetzbar.

Das Eintauchen des Siebelementes 7 sollte vorzugsweise planparallel zur Oberflache der Flis-
sigkeit 3 erfolgen. Natiirlich sind aber andere Bewegungsablaufe, wie beispielsweise Uber eine
Abrollbewegung, auch denkbar.

Der Ordnung halber sei abschlieBend darauf hingewiesen, da3 zum besseren Verstandnis des
Aufbaus die Teile bzw. deren Bestandteile teilweise unmaBstablich und/oder vergréBert und/oder
verkleinert dargestellt wurden.

PATENTANSPRUCHE:

1. Einrichtung zum Benetzen der Oberflaiche oder von Teilen der Oberfliche von auf einer
Leiterplatte, Keramiksubstrat o. dgl. anzuordnenden elektronischen Schaltungen, bei-
spielsweise einem Chip, wobei eine die Flissigkeit zum Benetzen aufnehmende Wanne,
mit einer Aufbring- und/oder Verteilvorrichtung fiir die Flissigkeit, vorgesehen ist und tber
der Wanne ein Siebelement angeordnet ist, wobei das Siebelement vorzugsweise in einem
Rahmen eingespannt ist und das Siebelement bzw. der Rahmen zur Oberflache der Flus-
sigkeit mindestens eine vertikale Relativbewegung ausfihrt, die einen Durchtritt der Flis-
sigkeit durch das Siebelement erlaubt, dadurch gekennzeichnet, dass die Vertikalfihrung
(9) fur das Siebelement (7) bzw. flir den Rahmen (8) mindestens ein Federelement (10)
aufweist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement (10) bei
der Bewegung des Siebelementes (7) bzw. des Rahmens (8) von einer Neutralstellung
Gber der Wanne (2) in Richtung der Oberfldche der FlUssigkeit (3) auf Zug oder auf Druck
beansprucht ist.
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Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement
(10) in der VertikalfGhrung (9) zwischen einem Anschlag und dem Siebelement (7) bzw.
dem Rahmen (8) angeordnet ist.

Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Sieb-
element (7) bzw. der Rahmen (8) relativ zur Wanne (2) Gber mindestens einen gesteuerten
Antrieb bewegbar ist.

Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der gesteuerte Antrieb
einen Hydraulikstempel bewegt.

Einrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriiche 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Siebelement (7) eine auf Bewegungsweite und/oder Widerstand
definierte Vertikalbewegung, vorzugsweise in beide Richtungen, ausfihrt.

Einrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Siebelement (7) aus einem festen Material, beispielsweise einem
Federstahlblech oder einem Kunststoff, besteht.

Einrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriiche 1 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Siebelement (7) mindestens eine Durchtrittséffnung, beispiels-
weise ein Loch, aufweist, wobei diese Durchtrittséffnung kleiner als die zu benetzende
Oberfléche ist.

Einrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriiche 1 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Siebelement (7) planparallel zur Oberflache der Flussigkeit (3) in
die Flussigkeit (3) eintritt.

Einrichtung nach mindestens einem der vorhergehenden Anspriiche 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der der Oberflache der Fllssigkeit (3) gegentiberliegenden Seite
des Siebelementes (7) eine Vorrichtung zur Reinigung des Siebelementes (7), beispiels-
weise eine Abstreifvorrichtung, vorgesehen ist.

HIEZU 1 BLATT ZEICHNUNGEN
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